附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	
	第一组
	国标委发〔2025〕3号
20250148-T-469
	300 mm硅片表面纳米形貌的评价方法
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	讨论

	
	
	国标委发〔2025〕12号
20250813-T-469
	半导体晶片近边缘几何形态评价  第3部分：扇形区域平整度法(ESFQR、ESFQD、ESBIR）
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	讨论

	
	
	国标委发〔2025〕7号
20250575-T-469
	高温扩散用硅舟及硅保温筒
	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司
	讨论

	
	
	国标委发〔2025〕7号
20250577-T-469
	化学气相沉积用硅喷射管
	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司
	讨论

	
	
	工信厅科函〔2025〕84号
2025-0027T-YS
	再生硅片
	中国电子科技集团公司第四十六研究所
	预审

	
	第二组
	国标委发〔2024〕16号

20240136-T-469
	金刚石单晶抛光片位错密度的测试方法
	中国科学院半导体研究所
	审定

	
	
	国标委发〔2024〕44号
20243062-T-469
	金刚石单晶抛光片
	安徽光智科技有限公司
	预审

	
	
	国标委发〔2024〕16号

20240137-T-469
	蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法
	广东中图半导体科技股份有限公司
	审定

	
	
	国标委发〔2024〕16号

20240138-T-469
	氮化铝单晶抛光片
	中国电子科技集团公司第四十六研究所
	审定

	
	
	国标委发〔2024〕28号
20241934-T-469
	太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片
	南京集溢半导体科技有限公司
	审定



